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KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KAYTTO KIELLETTY

Merkitse jokaiseen vastauspaperiin juokseva numero ja vastauspapereiden
kokonaismiiiri, esim. 1/2 ja 2/2. Merkitse vastauspaperiin myos niiden kysymysten
numerot, joihin et vastannut ollenkaan.

1. Fysikaalisessa kaasufaasipinnoituksessa (PVD) muodostettavien pinnoitteiden
vyohykemallit. Selitd pinnoiterakenteiden vyohykemallit termisen hdyrystyksen ja
sputteroinnin tapauksessa. Selitd ndiden keskindiset erot ja syyt mahdollisiin eroihin.

2. Selitd RF-sputteroinnin periaate. Mité silld tarkoitetaan ja mihin se perustuu ja miten sitd
hyddynnetdén ohutpinnoitteita valmistettaessa?

3. Selitd millaisia mahdollisuuksia on parantaan levedn substraatin (esim. leved
muovikalvo) péélle hoyrystamalld valmistettavan pinnoitteet paksuuden tasaisuutta.
Miten magnetron-sputteroinnin hyddyntdminen (siis menetelmén vaihto) vaikuttaa
tasapaksuisen pinnoitteen valmistamiseen?

4. Selitd mité tarkoitetaan hehkupurkauksella (glow discharge) ja miten sitd voidaan
hyddyntééd ohutkalvopinnoitusprosesseissa?

5. Kemiallisen kaasufaasipinnoituksen (CVD) reaktiotyypit. Anna esimerkkejé néist4.

6. Kovametallisten tyokalujen kovapinnoitteet. Kerro millaisia pinnoitteita ndissé kdytetdén
ja mitd ominaisuuksia pinnoitteilla pyritdén saavuttamaan. Kerro myos lastuavan terdn
kulumisesta ja millaisia olosuhteita ko. ty6kalun eri pinnoilla vallitsee.




